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(54) THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO DIỆN KẾT NỐI 
LIÊN THÔNG



(21)  1-2020-03273 

(57)  Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử chứa bảng mạch in và mạch in mềm dẻo. 

Thành phần cấu trúc rắn được bố trí trên mặt thứ nhất của bảng mạch in. Giao 

diện kết nối liên thông được bố trí trên mặt thứ hai của bảng mạch in đối diện với 

thành phần cấu trúc rắn và được đặt cấu hình để kết nối liên thông mạch in mềm 

dẻo và bảng mạch in. Vật liệu kết nối liên thông, dẫn điện được bố trí tại giao diện 

kết nối liên thông giữa mạch in mềm dẻo và bảng mạch in. Giao diện kết nối liên 

thông của các phương án thực hiện được bộc lộ không cần diện tích không được 

dùng trên mặt thứ hai của giao diện kết nối liên thông. Mặt thứ hai bên dưới giao 

diện kết nối liên thông vẫn có thể sử dụng được cho việc đặt các thành phần. Sáng 

chế cũng đề cập tới phương pháp gắn kết mạch in mềm dẻo vào bảng mạch in và 

thiết bị truyền thông. 
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